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ADOUT _ N
‘E Orientacao do Estudo

«+ Industria Electronica

+ Orientado para PME’s - Producao de pequenas séries
+ Aspectos técnicos e ambientais

w+ Distribuicao Europeia efectuada pelas empresas

assim como pelas associagdes industriais
participantes no projecto

Trabalho desenvolvido no ambito da tarefa
1.3 (WP1) do Projecto Leadout
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ADOUT  Objectivo do Estudo

Identificacao das Linhas de
Investigacao do projecto

Identificacao da
informacao disponivel
nas empresas
relativamente a nova
legislacao

. Estado
Questionario da arte

Identificacdo das preocupacdes técnicas e
econdémicas das empresas face a transicao
para a soldadura isenta de chumbo.
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ADOUT i i R o
Distribuicao Geografica

Geographical Distribution of SMEs

+ Distribuicao de Dez. 2004
a Abr. 2005 atraveés dos
parceiros do projecto

+ Pequenas e medias
empresas

No. of SME Responses

+ 96 respostas de 11 paises
da EU rOpa Country

/
42%

Belgium Denmark France Germany Hungary ltaly Poland Portugal Slovikia Spain I'K
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ADOUT QUESTIONARIO

<+ Leqislacao

+ Fontes de Informacao Técnica

<+ Implementacao de Soldadura isenta de Chumbo

<+ Informacao sobre Soldadura isenta de Chumbo

<+ Preocupacoes associadas a nova tecnologia

1. Seleccao de Materiais e Especificacoes

2. Processos e equipamentos

+ Fiabililidade do Produto

+ Ambiente
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ADOUT . ; =
‘E Questionario (1)

+ Legislacao

Q1: Lead-free Leqislative Awareness

Cerca de 90% das =
empresas encontra-se
devidamente informada
relativamente aos
requisitos da directiva
REEE.

92%

OYes HENo

1 de Julho de 2006
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ADOUT : , .
‘E Questionario (2)

+ Fontes de Informacéo Técnica

40% das PME’s obtém 2: Main Information S

INTOrmacao atraves dos Seus 5% S

fornecedores

b

As universidades apresentam a
menor contribuicéo, enquanto
que a internet , as associagoes

IndUStrIa‘iS e até Clientesi tém um dddddddddddddd ials Suppl iers M Technology Organ isations
OTrade Press H Universit
papel relevante aother . Y

Total de 155 respostas

&
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ADOUT : , .
‘E Questionario (3)

+ Implementacao de Soldadura isenta de Chumbo

03: Implemention of LFS 75% das empresas ja deu
Inicio a implementacao da
soldadura sem chumbo nas
suas linhas de producao

+ Realizacao de ensaios com
ligas isentas de chumbo

 COYes MNo + Estudo e analise dos ciclos
térmicos.

Aumento de 45% in 2004 para
cerca de 75% em 2005

%
®
elfnet P | D
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‘E Questionario (4)

+ Informacao sobre Soldadura isenta de Chumbo

0Q4: Interest in LFS Information/Services 97% daS empresas manifeStaram
3% interesse em receber informacao
sobre a soldadura isenta de
chumbo.

Fol manifestamente identificada
por parte das PME’s, a
necessidade de aceder a

Feiras informacé&o técnica fiavel.
Workshops
Y Formacao
Y
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Questionario (5)

<+ Preocupacoes associadas a nova tecnologia

1. Seleccao de Materiais e Especificacoes

O5A: Material Selection & Specification

Patent Issues

|
Conductive Adhesives
|

|
Alternatives: Low Temp. App.
|

|
Supply Chain
|

|
Termination Materials

Tin Whisker Issues

Alternatives: High Temp. App.

Materials Labelling

Component Obsolecence

Materials Selection

Fluxing Requirements

Materials Familiarity
Components Availability

Design Requirements

63Sn/37P

o

10 20 30 40 50 60 70
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65 dos 96 questionarios
recebidos referem como
maior preocupacao a liga
alternativa as ligas de SnPb

> |
E de salientar que os
requisitos ao nivel do
“design” assim como a
disponibilidade de
componentes constituem
motivos de preocupacao

&
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ADOUT

Questionario (5)

‘Ewh Preocupacdes associadas a novatecnologia > |

2. Processos e equipamentos

Equipamento

Reflow

Wave

Soldadura
Manual e
Reparacgao

Inspeccéo

147

211

199

165

140

Necessidade de novos equipamentos (52 — 35%)

Restricdes térmicas dos componentes (41)
Perfil Téermico (38)

- a%b
Contaminacao do banho elfnet
Escolha das pastas > |
Soldabilidade (55)

Comparagao com juntas SnPb (44)
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Questionario (6)

-+ Filabililidade do Produto

Q6: Product Reliability Concerns

OYes

H No

Foi constatado que cerca de
75% das empresas revelam
preocupacao com a
fiabilidade dos produtos
quando utilizada a soldadura
sem chumbo

&
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‘EADOUT Questionario (7)

+ Ambiente

Preocupacoes

amblentgls de maior Q7: Environmental Concerns of Most Interest
relevancia

Aumento dos defeitos e
conseqguente aumento da
sucata aumento
dos custos

Aumento dos residuos
industriais

aumentos dos custos de
tratamento de residuos
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ADOUT Conclusoes

1. Existe uma necessidade crescente de envolvimento das organizacoes

Europeias em actividades de investigacao relacionadas com os processos de
soldadura sem chumbo

Maior disseminacao por parte dos RTD’s, Al e Universidades
Promover o acesso a informacéo por parte das PME’s

Accoes de formacao/workshops promovidas por entidades competentes
(Institutos de Investigacao e Associacoes Industriais)

. Alguma preocupacao, por parte das PME’s relativamente a alguns aspectos
técnicos dos processos e equipamentos associados a soldadura sem chumbo

O recurso a soldadura isenta de chumbo é fortemente motivado pela
legislacdo, pelo que devem ser tomadas medidas no sentido de divulgar as
suas vantagens ambientais.

)
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Obrigada!!!!
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‘EADOUT

Ligas isentas de chumbo

Alloy Licdidus C Reflow Temperature Range
Sn63/Ph37 183 207-220
Sn3.9A9.6Cu 218 230-245
Sn3 4Ag1Cu3. 3Bi 214 214
Sn.7Cu 227 245-260

J |
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ADOUT Questionario (5)

+ Preocupacoes associadas a nova tecnologia

2. Processos e equipamentos gl

5B: Process & Equipment Concerns
2
g iCT |
2 |; Functional testing |
Others |
s ] Voiding |
3 ] Wetting characteristics |
8 ] Appearance differences I
g‘ ] Soldering standards :
— ] Comparison with tin/lead joints
L B -
29 Equipment sel_ectlon :
o5 z Contamination concerns |
% S 2 Alloy compatibility ) ) :
Sa Solder wire selection |
> :Solderability concerns
] Inert atmosphere I
0 ] Bath anticorrosion requrements !
z2s ] Equipment requirements :
n Q
g3 < | Flux selection !
a ] Preheat requirements |
] Alloy choice :
> ] Bath contaminations |
Inert atmosphere requirements !
- Oven requirements |
2 Thermal gradients I
e Moisture sensitivity |
2o Temperature effect on plastics I
2% PCB materials requirements |
7 Thermal profile |
p Temperature restrictiq)ns
m Placement Requirements |
7 | Stencil Design :
< 'g ] Reduced Productivity |
L ] Printing Requirements 'New Equipment Needs
~ t T T T T t T T T T t T T T T t T T T T t

0 10 20 30 40 50 @
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Resultados de 2004

Status of ‘inplementation

4§

Como pode ver-se, em finais de
2004, a fase experimental de
Implementacao abrangia cerca
de 45% da empresas

_§

;
N
|

H

Pementsges of enterprisss
|

o) M oam Test F mduction Leadfree All producis
knowledge  activily e vperience ¢ xperience producton  lead-fres

a
aaw

Cortesia da @lfnzt

J|

s. )
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ADOUT

Dados de Set. a Dez. 2004

REFLOW
— Adaptacédo do Equipamento
existente Need for change of equipment
Don't know:
5%
WAVE

— Na maioria dos casos pode
levar a adaptacéo do
equipamento

— Substituicao dos potes —

Yes: T4%

necessidade de revestimentos
Cortesia da GI fﬂ@t
MANUAL U ‘

— Novas ferramentas e
procedimentos
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